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微机电系统(MEMS)技术

MEMS器件的可靠性综合环境试验方法

1 范围

本标准规定了 MEMS器件可靠性综合环境的试验方法和失效结果处理。
本标准适用于需要进行可靠性试验的 MEMS器件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T26111 微机电系统(MEMS)技术 术语

3 术语和定义

GB/T26111界定的术语和定义适用于本文件。

4 试验方法

4.1 预处理

4.1.1 概述

试验前应对器件进行预处理。若器件使用时不需要焊接或者使用者认定焊接不会对器件产生影

响,则无需进行预处理。

4.1.2 目的

本试验模拟器件在实际使用时因为焊接所经历的各种环境的影响。由于焊接工艺过程中温度与湿

度影响有可能造成器件产生热失配应力、水汽蒸发造成的大应变,以及有机物污染等失效。因此,有焊

接需要的器件应进行此试验。

4.1.3 设备

试验设备包括一台能在规定温度下恒温的温控试验箱、一台可在规定温度和湿度下工作的浸湿设

备,以及一台能够达到规定温度的回流焊设备。

4.1.4 程序

4.1.4.1 试验箱的维护和初始处理

试验计时开始前,温度试验箱应保留足够的升温时间,以保证所有待测样品温度尽量均匀;浸湿设

备应保留足够的控温、控湿时间,其中所有的待测器件均应达到指定的温度和湿度。
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